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 Technika

I ch wytwarzanie bazuje na klasycz-
nej drukarce 3D do wykonania pla-
stikowego komponentu bazowego, 
na który następnie nakładane są 

sprayem dwie warstwy nośnika będą-
cego bazą do połączeń elektrycznych. 
Następnie za pomocą lasera aktywuje się 
warstwę metaliczną, a w kolejnym kro-
ku następuje metalizacja (miedziowa-
nie) warstwy zakty-
wowanej w ką-
pieli chemicz-
nej. Grubość 
metalizacji 
może wynosić 

od 3 do 15 μm. Od momentu 
pojawienia się urządzeń do LDS 
na początku 2013 roku, pojawia się 
coraz większa liczba obszarów aplika-
cji i produktów, w których wykorzysta-
nie tego sposobu jest korzystne. 

Teraz podłożem jest metal
Technologią LDS zainteresowali się 

producenci oświetlenia diodowego i to 
właśnie pod ich kątem fi rma LPKF opra-
cowała modyfi kację, w której zapropo-
nowano odwrócenie typów stosowa-
nych materiałów. Zamiast nakładania 
warstw metalicznych na podłoża pla-
stikowe, tworzy się warstwy izolacyjne 
lub metaliczne na podłożu metalowym.

Celem jest oczywiście produkcja in-
nowacyjnych modułów LED, które ty-
powo wykonywane są na bazie lamina-
tów z rdzeniem aluminiowym. Na ta-
kim podłożu montuje się emitery światła 
oraz układ zasilania, dla których pod-
łoże metalowe jest stabilną bazą mecha-
niczną, zapewniającą trwałą integrację 
z optyką i oprawą oświetleniową oraz za-
pewnia dobre odprowadzanie ciepła ze 
struktury diody.

Technologia LDS, dla której podło-
żem jest metal taki jak aluminium lub 
stal, nazwana została PowderCoating. 
W praktyce jako podłoże mogą być też 
wykorzystywane przewodzące prąd two-
rzywa sztuczne (metalizowane lub kom-
pozytowe). Na warstwę metalu nanoszo-
na jest metodą elektrostatyczną warstwa 
izolacyjna, co gwarantuje cienkie i jed-
norodne pokrycie. W kolejnym etapie 
na tak przygotowanym elemencie wyko-
nywana jest selektywna metalizacja za 
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Technologia LDS
dla producentów oświetlenia 
diodowego
Technologia LDS (Laser Direct Structuring) firmy LPKF to metoda 
wykonywania trójwymiarowych detali z tworzyw z naniesio-
nymi na nie połączeniami elektrycznymi, np. specja-
listycznych anten, elementów oświetleniowych 
wykorzystujących diody LED i detali dla prze-
mysłu samochodowego lub medycyny. 

pomocą lasera, co tworzy mozaikę po-
łączeń i pola kontaktowe. Na tym etapie 
wykorzystywane są te same techniki, co 
w przypadku podłoży plastikowych.

Dostępne są dwie wersje
Technologia LDS PowderCoating do-

stępna jest w dwóch wersjach: PES 200 
i PU 100. PES zapewnia gładkie po-
wierzchnie o wysokiej stabilności me-
chanicznej, PU odporność na czynni-
ki chemiczne i cieplne (praca do 270°C, 
niepalność wg UL). Minimalna gru-
bość nakładanych powłok izolacyjnych 
na metal zawiera się między 60–80 μm, 
co przy dwóch warstwach pozwala stwo-
rzyć barierę galwaniczną wytrzymują-
cą 4 kV. Cienka warstwa izolacji, znacz-
nie mniejsza niż w klasycznym lamina-
cie, w niewielkim stopniu pogarsza prze-
wodność cieplną.

Nakładane powłoki dobrze wiążą się 
z podłożem, bo siła adhezji jest mniej 
więcej taka sama jak dla miedzi na lami-
nacie FR4 (90–120 N). Dodatkowo po-
krycie jest materiałem nietoksycznym, 
niewymagającym specjalnych zabiegów 
przy produkcji.

Rys. 2. Tradycyjna 
wersja LDS pozwala wyko-

nywać metalizację na plastiku

Rys. 1. LDS PowderCoating przeznaczo-
na jest przede wszystkim dla producentów 
oświetlenia diodowego
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